手　数　料　納　付　書

　　年　　月　　日
一般財団法人 ソフトウェア情報センター

理事長　　  　　　　　　　　　　　   殿

1． 手数料の内訳

(1) ○○○○○の登録申請　　　　　　　　　　　　　件

(2) 半導体集積回路の名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2． 申請者

　

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　





















振込受付証明書（申請書添付用）を貼ってください











